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Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen Bauteilen, insbesondere zum 
Verarbeiten von Halbleiterchips sowie elektrischen Bauelementen, sowie 
VorricKtung zum'Durchfiihren des Verfahrens 



Die Erfindung bezleht sich auf ein Verfahren gemaS Oberbegriff Patenterispruch 1 
sowie auf eine Vorrlchtung gemSS Oberbegriff Patentanspruch 27. 

Bekannt 1st die Heretellung von Halbleiterchips im Mehtfachnutzen, d.h. auf einem 
Halblelteiwafer, der dann filr die weitere Verarbeitung der Halbleiterchips auf einem 
TrSger, d.h. auf einerin einem Tragrahmen eingespannten Tragfolie (Blue-Foil) wieder 
lesbar befestigt wird. AnschlieBend wird der Wafer in die einzelnen Halbleiterchips 
zertr^nnt, und zwar derart, daS diese Halbleiteirhips weiterfiin an der Tragfolie haften. 

Die weitere Verarbeitung der Halbleiterchips erfolgt nact» der bisherigen Technik 
be/spielsweise in sogenannten Die-Bondem in der Weise, daB diese Chips jeweils 
einzein mittels eines Pick-Up^lennentes von der Tragfolie abgenommen und dann auf 
einen .zweiten" Trager abgesetrt werden, der beispielsweise von einem Lead-Frame 
Oder einem in diesem Lead-Frame angkbndneten Substrat gebildet ist. FUr das Pick-Up- 
Element sind dabei BewegungshObe In'wenigstens zwei Achsrichtungen erfotderlich, 
namlich ein Transporthub In horizontaler RIchtung zwischen dem Halbleiterwafer und 
dem zweiten Trager sowie am Anfang und Ende dieses Transporthubes jeweils ein 
vertikaler Hub zum Fassen und Abnehmen eInes Halblelteidiips von der Tragfolie 
bzw. zuni Ablegen des jeweiligen Halbleiterchips auf den zweiten TrSger. 

Ein Abarbeiten eines Halbleiterwafers, d.h. ein Obertragen der dort in mehreren 
Reihen vorgesehenen Halbleiterchips an dem zweiten Trager mit hoher Leistung 
(Anzahl der tibertragenen Halbleiterchips je Zeiteinheit) ist nach der bisherigen 
Technik nur durch sehr schnelle Bewegungen des Pick-Up-Elementes maglich, 
insbesondere auch unter BerUcksichUgung des relatlv.langen Transporthubes, Wobei 
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allein schon aus Criinden der Massenbeschleunigung einer Steigerung der Leistunj^ 
durch Erhahung der Arbeitsgeschwindigkeit Grenzen gesetzt sInd. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung aufzuzeigen, bei 
dem bzw. bei der das Abarbeiten von auf einer Tragfolie I5sbar gehaltenen 
elektrischen Bauteilen niit wesentlfch hoherer Leistung maglich ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist dn Verfahren entsprechend dem Patentanspruch 1 
ausgebildet, Eine Vorrichtung ist entsprechend Patentanspruch IT ausgefOhrt. 

^Elektrische Bauteile* sind im Sinne der Erfindung insbesondere Halbleiterchips, die 
auf einer in einem Tragrahnien gehaltenen Tragfolie (Blue-Foil) losbar vorgesehen und 
durch Zertrennen elnes Halbleiterwafers gehalten sind und hierbei eine Chip- 
Anordnung auf der Tragfolie bilden, die in der Anordniing der Chips im Wafer 
entspricht, und zwar in mehreren, parallel zueinander angeonJneten und sich in einer 
Achsrichtung erstreckenden Relhe. 

Bauteile im Sinne der Erfindung sind aberauch weiterhin elektrische Bauelemente, 
insbesondere auch solche, die Jewells von einem Halbleiterchip mit einem durch 
Umspritzen erzeugten Cehause, belspielsweise Kunststoffgehause bestehen und die 
beispielsweise ebenfalls im Mehrfachnutzen unter Verwendung eines gemeinsamen 
Halbleiterwafers gefertigt und nach dem Auflegen auf die Tragfolie in die einzelnen 
Bauteile iertrennt werden, 

^Verarbeiten" oder ^Bearbelten'' bedeutet im Sinne der Erfindung Im einfachsteh Fall 
das Obertragen der elektrischen Bauteile von der Tragfolie auf den zweiten Trager In 
einer „Pick- and Place-Operation'' unter Verwendung eines PIck-Up-Elementes, 
welches hierfur zwischen der Tragfolie und dem zweiten Trager bewegt wird. 
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^Zweiter Trager* bedeutet im SInne beispielsweise die Transportfiache eines 
geeigneten Transportelementes oder aber Jede andere, geeignete Ticiger^ auf dem die 
Bauteiie abgelegt werden. 

„Abarbeiten der ersten Reihen" bedeutet im Sinne der Erfindung, daB die elektrischen 
Bauteiie bzw. die Cmppen dieser Bauteiie jeweils den einzelnen, auf der Tragfolte 
gebildeten Reihen nacheinander entnbmmen werden, und zwar bevorzugt derart, dafi 
in den aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten oder ArbeitshoBen die Bauteiie einer 
neuen, ersten Reihe erst dann iibertragen werden, wenn die Bautefte vorausgehender 
Reliien bereits vollstandig auf dem zweiten Trager Dbertragen wurden.. 

Die Besonderhelt des erflndungsgemaSen Verfahrens besteht darin, daR in jedem 
Arbettshub nnehrere Bauteiie gleichzeitig unmittelbar der TragfpHe als Gruppe 
entnommen und auf den zweiten TrSger abgelegt werden, und zwar vorzugsweise 
durch eine elelctronische Steuereinrichtung derart, dalS die Bauteiie auf dem zweiten 
Trager wenigstens eine zweite Reihe bitdenden, in der die Bauteiie dann vorzugsweise 
in gleiclien Abs^nden aufeinander folgen. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der UnteransprUche. 

. Die Erfindung wird Im Folgenden anhand der Figuren an Ausfuhrungsbeispielen 
er)3utert Es zeigen: 

Fig. 1 in verelnfachter Darstellung und in Draufsicht einen Tragrahmen mit einer 

Tragfoiie ynd niit einer Vfelzahi von auf dieser Tragfolie angeordneten Bauteilen 
in Form von i-lalbfeiterchips sowie die von der Tragfolie mittels einer Pick-Up- 
Einheit abgenommenen und in melireren Reihen auf einen Transporteur 
abgesetzten Halbleiterchips; 

Fig. 2 in vereinfachter Darstellung und im Vertlkalschnitt die Pick-Up-Einheit sowie 

die StoBeleinlieit einer Arbeitsstation zum Durchftihren des Verfahrens der Figur 
1, d.h, zum Abnehmen jeweils einer Gruppe von mehreren Halbleiterchips von 
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der Tragfolie (Blue-Foil) und zum Absetzen dieser Gruppe auf das 

Transportelement; 

Fig, 3 einen Vertikalschnitt durch die Arbeitsstation der Figur 2 In einer senkrecht zur 

Figur 2 verlaufenden Schnlttebene; 
Fig. 4 jn.Einzddarstellung den Pick-Up-Kopf der Pick-Up-Einheit der Figuren 2 und 3; ■ 
. Fig. 5 in einer Darstelfuhg aiinlich Figur 2 efne weitere mdgliche AusfUlirungsform der 
ErRndung; 

Fig. ' 6 und 7 in Darstellungen die Figuren 2 und 3 eine weitere mogliciie 

AusfUhrungsform mit einer gegenuber den Figuren 2 und 3 geanderten 
Ausblldung der StoGeleinheit; 

Fig. 8 In vereinfachter perspektivischer Funktionsdarstellung eine Arbeitsstation 
ahnlich den Figuren 2 und 3, zusammen mit den an dieser Arbeitsstation 
anschiieBenden Transportelement und einem an das Transportelement uber eine 
Wendestatlon ansdilieSenden weiteren Transporteur oder Ttansportelement. 

In den Figuren ist 1 ein Halblelterwafer, der in eine Vielzahl von l-lalbleiterchips 2 
(integrlerte Schaltkrei^ oder Bauelemente) getnennt und auf einer Tragfolie 3 
angeordnet 1st, die ihrerselts in einem Tragrahmen 4 gehalten ist. 

Durch Spannen der Tragfolie 3 an ihrem im Tragrahmen 4 gehaltenen Umfangsbereich 
sind die Halbleiterchips 2 jeweils vonecnander beabstandet, bilden aber auf der 
Tragfolie 3 eine Anordnung^ in der die Halbleiterchips 2 in mehreren Reihen R1 - Rn 
und in mehreren Spalten angeordnet sind, und zwarder ursprunglich 
kreisscheibenfbimigen Ausbildung des Wafers 1 entsprechend derart, daS die Reihen 
R1 - Rn sowie die hierzu senkrecht verlaufenden Spalten jeweils unterschiedliclie 
LSnge aufwelsen, und zwar In der Form, daS die Unge der Spalten und Reihen zum 
Mittelpunkt des Wafers 1 fazw. der Chip-Anordnung zunimmt. 

Mit Hilfe einer in der Figur 1 nicht dargestellten, aber In den nachfolgenden Figuren 
allgemem mit 5 bzw. 5a, 5b bezelchneten Pick-Up-Einheit werden die Halbleiterchips 
2 von der Tragfolie 3 abgenommen und auf eInen in der Figur. 1 allgemein mit 6 
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beze.chneten Transporteur aufgesetzt, der zum Transportieren von Halbleiterchips 
•geefgnet ist und hierfOr unterschiedlichste Ausbildung aufweisen kann, beispielswelse 
auf emem Transporteur, der von einer selbstklebenden bandfOnnigen Folie gebildet ist 
Oder von einem Transportband, auf dem die Halbleiterchips 2 durch em Vakuum • 
gehalten sind usw. Die Pick-Up-Einheit 5, 5a oder 5b ist Bestandteil einer 
Arbeitsstatton 7 mit dem-Transportelement 6 werden die Halbleiterchips 2 von dieser 
Arbeitestation bzvv. von dem Tragr^men 4 mit derTmgfolie 3 wegtransportiert und 
emer weiteren Venvendung zugeflihit, wie dies mit dem Pfeil a angedeutet ist. 

Zur Vereinfachung der DarstelJung und zur besseren EriSuterung sind in den Figuren 3 
senkrecht zueinander verlaufende Raumachse angegeben, namlich die X-Achse, die Y- 
AcHse und die Z^Achse, von denen die X-Achse und Y-Achse horizontale Achse'n sind • 
und die horizontale X-Y-Ebene definleren, wihrend die Z-Achse die vertikale Achse isL 

DieTragfolie 3 und damitauch der aiif dieser Tragfolie angeordnete Wafer 1 sind in 
der horlzontalen X-Y-Ebene angeordrleL 

Die Transportebene des Transportelementes 6, auf der die Halbleiterchips 2 
angeordnet sind, ist ebenfalis die Horizontale X-Y-Eber,e. Die Transportrichtung A des 
Transportelementes 6 verlSuft bei derdargestellten Ausfuhmngsfomi parallel zur Y- 
Achse. 

Die Halbleiterchips 2 wenden auf dem Transportelement 6 bzw. auf-der dortigen 
Transportebene derart abgesetzt, dalJ sle dort mehrere, d.h. bei der dar^estellten 
AusfOhrungsform Insgesamt sieben parallel zur Transportrichtung A und parallel 
zueinander veriaufende Reihen von Halbleiterchips 2 bllden, und zwar vorzugswelse 
■ geschlossene Reihen, wobei Jedem Halbleiterchips 2 in einer Reihe senkrecht zur ' 
Transportrichtung, d.h. In der X-Achse eih Halblelterchip 2 einer benachbarten Reihe 
ber^achbart liegt, d.h. die Halbleiterchips 2 auf dem Transportelement 6 in Richtung 
der X-Achse verlaufenden Spalten mit je sieben Halbleltemhips 2 angeordnet sind. Die 
Besonderheitder Arbeitsstation 7bzw. des mit dieser Station durchgeftlhrten 
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Verfahrens besteht zum einen darin, daB die Halbleiterchips 2 auf kuizem Wege von 
dem Wafer 1 auf das Transportelement 6 i/bertragen werden, zum anderen aber dann^ 
daS diese Obertragung dera/t erfolgt, daS jeweils mehrere Halbleiterchips 2 jeweMs in 
einer Reihe Rl - Rn als Cruppe in einem Arbeitsgang der Tragfolie 3 entnommen und 
auf das Transportelement 6 abgesetzt werden, wofOr das Plck-Up^lement 5, 5a^ 5b 
zumlndest elne hin- und hei^gehende Bewegung in Richtung der Y-Achse 
(Horizontal hub' Hy) sowie efnen Vertlkalhub (Vz) in der Z-Achse zum Abnehmen der 
Cruppe von Halbleiterchips 2 von der Tragfoiie 3 an'dem einen Ende des 
Horizontalhubes Hy sowie einen Vertlkalhub (V'z) in der Z-Achse zum Abtegen der 
Cruppe von Halbleiterchips 2 auf dem Transportelement 6. Der horizontale Hub Hy ist 
dabel parallei zur Transportrichtung A. Bel der dargestellten AusfOhrungsform werdea 
in Jedem Arbeitshub des Pick-Up-Elementes 5 jeweils sechs Halbleiterchips 2 von der. 
Tragfolie 3 abgenommen und anschlieSend auf das Transportelement 6 abgelenkt 

Die Arbeitsstation 7 besitzt u.a. auch erne Halterung 8, In der der Tragrahmen 4 
angeordnet Ist und mit der dieser Tragrahmen so ausgerichtet wird, daS die Reihen Rl 
- Rn nicht in der Y-Achse und die zugehGrigen Spalten in der X-Achse erstrecken und 
auSerdem jede auf dem Transportelement 6 gebildete Reihe R'1 - R'n achsgleich mit 
einer Reihe Rl - Rn auf der Tragfolie 3 vorgesehen ist Oas Ausrichten des 
Tragrahmens 4 und damit des Wafers 1 erfblgt mittels einer ein Kamera-System sowie 
eine Bildverarbeitungaufvvelsenden Elektronik 9. Mit dem Kamerasystem der 
Elektronik 9 wird die Ausbfldung des Wafers 1 bzw. die Anonjnung der 
Halbleiterchips 2 auf der Tragfolie 3 erfaSt. Weiterhin wird mit dem Kamerasystem 
auch diejenigen Halbleiterchips bzw. deren Lage erfa(5t und In einem Speicher der 
Elektronik 9 gespeichert, die in einem vorausgegangenen Priifvorgang des Wafers 1 als 
nicht brauchbar festgestellt und entsprechend mit einer Marklerung 70 versehen 
wurden. 

Mit Hilfe der Steuerelektronik 9 wird die Bewegung cfer Pick-Up-Einheit 5 derart 
gesteuert, daS die auf dem Transportelement 6 abgelegten Gruppen 2' vom 
Halbleiterchips 2 jeweils die geschlossenen R'1 - R'n bilden. Bei der in den Figuren 1 - 
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3 wtedergegebenen Ausfohrungsfomn Ist die PIck-Up-Einhelt 5 sq ausgebildet^ daS mit 
ihr in jedem Arbeitsgang Jewells nur Halbleiterchips 2 einer bestimmten Reihe R1 - Rn 
von der Tragfolie 3 abgenommen werden. Um dennoch auf dem Transportelement 6, 
welches sich fortlaufend in Transportrlchtung A getaktet bevvegt, mehrere Reichen R'1 - 
R'n zu bilden, ist die Pick-Up-Einheit 5 so ausgebtldet, daB sie zusatzlich zu dem 
Horizontalhub Hy in der Transportrichtung A auch einen Horizontalhub Hx quer zur 
Transportrichtung ausftihren kann. Die markierten fehlerhaften Halbleiterchips 2 
werden bei dem dargestellten Verfi^hren ebenfaJIs auf das Transportelement 6 abgelegt 
und erst In einem spSteren Verfahrensschritt veranlaSt durch die Steuerelektronik 9, in 
deren Speicher auch die Position der markierten, fehlerhaften Halbleiterchips auf dem 
Transportelement 6 abgelegt ist^ entfemt. . 

Um trotz unterschiedllcher Unge der Reihen R1 - Rn die Relhen R'1 - R'n aufdeiin 
Transportelement 6 zu bljden. In denen (Relhen) die Halbleiterchips 2 dicht • 
aneinander anschlleBen, weist zumindest der iHorfzontalhub Hy eihe unterschiedliche, 
durch die Steuerelektronik 9 gesteuerte Lange auf, d.h..der Anfang und das Ende dieses ' 
Hubes Hy beim Abnehmen der Gruppe 2' von der Tragfolie 3 und beim Ablegeh der 
betreffenden Gruppe 2' auf dem Transportelement 6 sind durch die Steuerelektronik 9 
unter Berucksichtigung der Form des Wafers bzw. der Anordnung der Halbleiterchips 2 
auf der Tragfolie 3 gesteuert, so da&sich die durchgehenden Relhen R'1 - R'n ergeben. 
bas Steuerprogramm der Steuerelektronik 9 ist beispielsweisls so ausgebildet, daB belm 
Abarbeiten der Einzelnen Reihen R1 - Rn jeweils in jedem Arbeitshub die maximal 
mogliche Anzahl von Halbleiterchips 2 der Tragfolie 3 entnommen und auf das 
Transportelement 6 abgesetzt wird und In einem abschlieRenden Arbeitshub dann die 
noch verbleibenden Halbleiterchips bei der betreffenden ReIhe R1 - Rn. 

Bei der dargesteliten AusfQhrungsform ist welterhin der Halter 8 zum Abarbeiten der 
einzelnen Reihen R1 - Rn In der X-Achse bevyegbar. 

Mit der gesteuert, unterschiedlichen LSngedes Hubes Hy wird einerseits 
berucksichtigt, daB bei der Arbeitsstation 7 zum Abarbeiten der Reihen Rl - Rn ein 
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Vorschub B far den Tragrahmen 4 lediglich In der X-Achse yoi^esehen \st, und dalS die 
Relhen R1 - Rn unterschledliche Unge aufwelsen, so daS sowohl bel dem Entnehmen 
der Halbleiterchips, als auch bei der Ablagedieser Chips bzw. der Gruppen T auf 
jeden fall in der Y-Achse unterschledliche Positionen von dem Pick-Up-Element 
angefahren werden mQssen. 

Die Arfafiitsstatipn 7 bzw. die dortigen Pick-Up-Einheit 5 und eine zugehorige 
StOBeleinheit 1 1, die zum AblGsen der einzelnen Halbleiterchips 2 von der TiagfolJe 3 
(selbstklebende Folic oder Blue-Foil) notwendFg 1st, sind in den Figuren 2 und 3 naher 
im Detail dargestellt. 

Die Pick-Up Einheit 5 besteht aus einem Pick-Up-Kopf 1 2 in dem bzw. in dessen 
Cehause 1 3 mehrere Vakuumhaiter 14 in Richtung der Z-Achse verschiebbar 
voi^esehen sind, und zwar mit eInem begrenzten Hub entsprechend dem Doppfeipfeil 
C. 

Die einzelnen Vakuumhaiter 14 sind lamellenartig ausgrfiihrt, d.h. sie bestehen aus 
einem flachen, plattenffirmigen KSrper 15 mit reciitedcfeimigen Zuschnitt, der mIt 
sainen langeren Seiten in dem Geliause 13 parallel zurZ-Achse angeorelnet ist und an 
einer unteren Schmalseite einen angeformten Vorsprung 16 aufvyeist, der an selnem 
frelen Ende eine in einer Ebene parallel zurX-Y-Ebene liegende Aniageflache 17 bildet, 
an der ein Vakuum- oder Unterdruckkanal 18 mOndet. 

An einer LSngsseite ist der KSrper 1 5 so gefomt, daft er dort eine fedemde Zunge 1 9 
blldet, mit der sich der Vakuumhaiter 14 an einer Flache der im Gehause 13 
gebildeten FQhrung 20 fir die Kbrper 1 5 der Vakuumhaiter 14 abStOtrt. 

Die Vakuumhaiter 14 sind mit ihren Korpem 15 lamellenartig aneinander anschlieSend 
in der Offnung oder FUhrung des Gehauses 1 3 angeordnet, und zwar derart, daS die 
gfiSBeren OberflSchenseiten der plattenfermigen KSrper 15 jeweils in derX-Z-Ebene 
liegen. Zum Bewegen des Pick-Up-Kopfas 12 istdieser'an einem Transportsystem 21 
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. befestigt, welches nicht nSher dai^gastellte Antrlebe, beispielsweke Schrittmotoren zur 
AusfQhrungdergesteuerten Bewegungen Hx, Hy, Vz, V'zairfwelst, 

Am Pick-Up-Kopf 1 2 ist welterhin ein in den Figuren nur allgemein mit 22 
angedauteter VakuumanschluS vorgesehen, der mit einer nicht daigestsllten Valcuum- 
oder IJnterdruckqueile zur Versorgung der Vakuumkanaia 1 4 veibunden ist. 

Die StdlJeleinheit 1 1 besteht im wesentlichen aiis einem GehSuse 23, welches an 
einem Rahmen oder einer Grundpiatte 24 der Arijeitsstalion 7 durch einen nicht 
dargesteilten motorischen Antrieb gesteuert durch die elektronische Steuereinrichtung 
9 In Richtung Y-Achse um einen vorgegebenen Hub D (Figur 3) bewegllch gefuhrt ist 
Die Oberseite des GehSuses 23 bildet eine Aniage- bzw. Auflagefiache 25 fUr die 
UnteiseitederTragfoIIe 3, uod zwar an einem Gehauseteil 26, in dem in l^ichtung der 
Z-Achse mehrere, jeweils an ihrem oberen Ende spitz zulaufende und mit ihrer Achse 
parallel zur Z-Achse angeordnete StaSel 27 axial verechiebbar gefUhrt sind, und zwar 
fur einen Bewegungshub entsprechend dem Doppfelpfeil E der Figur 2, Die StaBel 27 
sind in Richtung der Y-Achse gegeneinander vereetzt vorgesehen. Die Anzahl der 
StolSel 27 ist gleich der Anzahl der Vakuumhaiter 14, dh. jedem Vakuumhalter 14 Ist 
eIn StdSei 27 zugeordnet. Durch Federmittel, die bei der dargesteilten ' 
Ausfiihrungsform von Blattfedem 29 gebildetsind, ist jeder StoEel 27 in eine untere 
Stellung vorgespannt,. in der dgs freie Ende der Jeweiligen Spitze 28 sich unterhalb der 
Aniageflache 25 beflndet. Um eine Achse parallel zur Y-Achse Ist am Gehause 23 bzw. 
an einer dortigen Platine 30 eine Welle 31 drehbar gelagert, die durch einen 
Schrittmotor 32, ebenfalls gesteuert durch die Steuerelektronik 9 umlaufend 
angetrieben ist (Pfeil F der Figur 2). Auf der Welle sind axial gegeneinander v^reetzt 
mehrere Nockenscheiben 33 vorgesehen, die Jeweils einen Steuemocken 34 bilden. 
Die Achse der Welle 31 ist in einer Y-Z-Ebene angeordnet, in der auch die Achse der 
StaSel 27 I legen.. Welterhin befindet sich die Welle 31 unferhalb der StaBel 27. Jedem 
St66el 27 ist eine Nockenscheibe 33 zugeordnet, und zwar derart, da6 bei Jeder vollen 
Umdrehung der Welle 31 der betreffende SteSel 27 durch den an der Nockenscheibe 
33 vorgesehen Steuemocken 34 einmal aus seiner Ausgangsstellung gegen die 
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Wirkung des Federelementes 29 nach oben in eine obere Hubstellung bewegt wird, in 
der der betreffende StoSel 27 mit seiner Spltze 28 durch die TragfoMe 4 hindurch 
deutlich liber die Oberseite der Tragfolie bzw. Ober die von der Oberseite des Wafers 
1 gebildete Niveau nach oben vorsteht 

Be! der dargestellten Ausfuhnjngsfomi sind der Anzahl der StbBel 27 entsprechend 
sechs Nockenscheiben 33 vorgesehen. Die Nocken 34 der einzelnen Nockenscheiben 
33 sInd in glelchmaSigen Wlnkelabstanden um die Achse der Welle 31 versetzt 
vorgesehen, so daS bei umlaufender Welle 31 die StoBel 27 zeitlich nacheinander aus 
Ihrer Ausgangsstellung nach oben bewegt werden. 

An dem Gehauseteil 26 ist am Bereich der Aniageflache 25 eine die Anordnung der 
StaBel 27 umschlielSende Ringnut 35 vorgesehen, die an die Aniageflache 25 offen ist 
und mit einem gesteuerten Vakuum beauftchlagt werden kann. 

Die speziefle Arfaeitsweise der Aribeltsstation 7 laBt sich somit, wre folgt, beschreiben: 

Zum Abnehmen einer Gruppe 2' von Haflpfeiterchips 2 wird zun^chst der Tragrahmen 
4 mit dem Tragrahmen halter 8 In Vorschubrichtung B so bewegt, daB sich die Reihe 
Rl - Rn, die abgearbeitet werden soil, in der Mittelebene M der StoSel 27 befindet; 
Diese Ebene ist in der Figur 2 als Mittelebene M angegeben. 

Im AnschluB daran wird der. Pick-Up-Kopf 12 so bewegt, daS sich die Vakuumhalter 14' 
aber den fiir die Entnahme vorgesehenen Halbleiterchips 2 der betreffenden. Reihe R1 - 
Rn befinden. Auch die StoSeleinheit 1 1 wird gesteuert durch die Steuerelektronik 9 so 
bewegt, daS sich jeweils ein StoSel 27 unterhalb eines Chips 2 der von der Tragfolie 3 
abzunehmenden Gruppe 2' befindet. Im AnschluB daran wird. der Pick-Up-Kopf 12 In 
vertikaler Richtung entsprechend dem Hub Vz abgesenkt, wobei zunachst jede 
Aniageflache 17 jedes Vakuumhalters 14 gegen einen Halbleiterchip 2 bzw. dessen 
der Tragfolie 3 abgewandte Oberseite zur Aniage kqmmt. Die Vakuumhalter 14 
befinden sich dabei in der unteren Position ihrer Hub- oder Gleltbewegung C relativ zu 
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dem Gehause 1 3. Durch die an der umlaufenden Welle 31 vorgesehenen 
Nockenscheiben 33 werden anschlleBend die StoSel 27 nachejnander nach oben 
bewegt und wieder abgesenkt Bel jedem nach oben bewegen eines StoBels 27 
durchstafit dieser mit seiner Spltze 28 die Tragfolie 3, lost den entsprechenden 
Halbleiterchip 2 von der Tragfolle 3 ab und bewegt diesen, bereits gegen die 
Aniageflache 1 7 anliegenden und dort mit dem Unterdaick (Vakuumkanal 1 8) 
gehaltenen Halbleiterchi'ps 2 nach oben, wobel durch den betreffenden StaReL27 auch 
der Vakuumhalter 14 in der FQhrung 20 nach oben gedrUckt wild. Durch die fedemde 
Zunge 19 wird die jeweilige Stellung des Vakuumhalters 14 in der FOhrung 20 
beibehalten, so daR dann bei dem anschlleSenden wieder nach unten Bewegen des 
jeweiligen StalJels 27, d.h. dann, wenn der zugehorige Steuemocken" 34 das untere 
Ende des StoSels 27 wieder freigibt, der betreffende Halbleiterchip 2 an der 
Aniageflache 17 des nach oben verschobenen Vakuumhalters 14 gehalten ist In dieser 
Weise werden samtliche Halblellerchips 2 derabzunehmenden Gruppe 2' 
nacheinander von der Tragfolle 3 abgelOst und zusammen mit den zugeh5rigen 
Vakuumhalter 14 jn eine Position oberhalb der Tragfolle 3 bewegt Mit dem Pick-Up- 
Kopf 12 werden dann die an dem Vakuumhaltem 14 gehaltenen Halbleiterchips 2 als 
Gruppe 2' an das Transportelement 6 bewegt und dort nach dem Absenken 
(Vertikalhub V'z) abgelegt, und zwar entsprechend den zu bildenden Reihen R'1 ... 
R'n, wie dies vorstehend beschrieben wJurde. WMhrend des ROckhubes des PIck-Up- 
Kopfes 12 zur Abnahme einer neuen Gruppe von Halbleiterchips 2, dh. vor der 
Einleitung des nachstfolgenden Arbeitshubes werden die Vakuumhalter .14 durch eirien 
gemelnsamen, in den Figuren 2 und 3 mit unterbrocbenen LInien angedeuteten . 
Schieber 36 in Ihre untere Ausgangsstellung zurtickbewegt Durch die mit Vakuurn 
beaufschlagbare RIngnut 35 1st die Tragfolie 3 wShrend des Abnehmens der 
Halbleiterchip 2 an der AnIageflMche 25 fixieit, wodurch das Abnehmen der 
Halbleiterchips 2 wesentlich verbessert wird. 

Dadurch, daS das Anheben der StdKel 27 zertlich nacheinander erfolgt, ist ein 
einwandfreies Ablfisen Jedes Chips 2 von der selbstklebenden Tragfolle 3 moglich, und 
zwar dadurch, daS die Tragfolle 3 von der jeweiligen Spltze 28 vor dem DurchstoSen 
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derart verfomit wird, dafi sich die Tragfolle 3 hiertiei vollstandig von der Unterseite des 
jeweiligen Halblefterchips 2 ablOst und nor nodi an dem Beriihrungspunfct zwlschen 
der Spitze 26 und der Unterseite des Halterielteichips 2. an diesen haftet. 

Die Figur 5 zeigt in einer Darstellung wie Figur 2 als weitere mSgliche 
AusfOhrungsform eine ArbeitsstaUon 7a, die sicli von der Arbeitsstation 7 lm 
wesentlichen nur dadurch untersclieidet, daS in jedem Arbeitshub jeweils 
Halblefterchips 2 iweler benaciibarter Reihen Rl - Rn als Gruppe 2' von derTragfoiie 
3.abgenommeh werden. HierfOrsInd an dem Pick-Up-Kopf 12a des Pick-Up-Elementes 
5a, welches von seiner Funlctfon her dem Pfclc^Up-Element S entspricht, zwei Reihen 
von Val<uumhaltem 14 vorgesehen, und zwar beidseitig von der Alittelebene M jeweils 
in einem Gehause 13a' und 13a" in l?ichtungdarZ-Achse verechiebbargefilhrt jeder 
einem StoSel 27 entsprechende StOBel 27a.bildet zwei Spitzen 28. Der Aclisabstand, 
den die Vakuumhalter 1 4 bzw. deren Aniageflachen 1 7 in Richtung der >X-Achse 
auftveisen ist glefch dem Achsabstandder beiden Spitzen 28 in d/eser X-Achse und bei 
derdai:gestellten AosfUhmngsfomi gieicb dem Achsabstand zwei Reihen Rl ... Rn. Die 
Spitzen 28 sind In zwei, sich in Richtung der Y-Achse erstrei:kenden Reihen 
ahgeordnet, und zwar derart, dafi beim Abnehmeh der Halbleiterchips 2 von der 
Tragfolie 3 achsgleich mit jedem Vakuumhalter 4 eine Spitze 28 angeoidnet lst. Die 
Arbeitewelse der Arbeitsstation 7a entspricht der Arbeitsweise. der Arbeitsstation 7, 
lediglich mit dem Unterschied, dal5 jeweils die Halbleiterchips 2 zweier benachbarter " 
Reihen Rl ... Rn zeitlich nacheinander von derTragfoiie 3abgel6st und mit dem 
jeweiligen StaBel 27a an dem jeweiligen Valtuumhalter 2 gehalten Qber die Ebene des . 
Wafers 1 abgehoben werden. und zwar jeweils die beiden in Richtung Der X-Achse 
benachbarten Halbleiterchips 2 der beiden benachbarten Reihen Rl ... Rn. 

Die Figur 6 zeigt als weitere mSglicheAusfQhrungsfonu eine Arbeitsstation 7b, die sIch 
von der Arbeitsstation 7 lediglich dadurch unterscheldet, dafi anstelle der StfiSeleinhelt 
n eine StaBeleinheit lib vorgesehen ist. Diese weist wiedeaim an einem dem 
Gehause 23 entsprechenden Gehause 23b eine Vielzahl von StoSel 27b auf, die 
jeweils eine Spitze 28 bilden und axial, d.h. in Richtung Z-Achse um den Hub E ' 
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verschiebbar vorgesehen sfnd. Die Bewegung der StO&ei 27b winj durch einen 
Steuerschleber 37 enreicht, der durch einen nicht daigestellten Ahtrieb gesteuert durch 
die Steuerelektronik 9 in Richtung der Y-Achse hin- und herverschiebbar im GehSuse 
23b gelagert ist (Doppelpfail I der Figur 7). Der Schieber 37 ist mil einer Steuerlturve 
38 von einer Nut 39 verseheh, die Uberden graUeren Teil ihrer LSnge in Richtung der 
Y-Achse verlauft und einen Abschnitt 39' bildet, in dem die Steuerkurve 38 in Richtung 
derZ-Achse schrSg anstelgt und anschlleGend wieder abfellt. In die Steuernut 39 greift 
eih Mitnehmer 40 an jedem SteBei 27b ein. Bei jedem vollen Bewegungshub des 
Steuerschleber 37 in der einen Richtung oder In der anderen Richtung werden 
samtliche StOUel 27bzeitlich nachelnander einmal aus ihrer Ausgangssteilung, in der 
die Spitzen 28 unterhalb der Ebene der Tragfolie 3 angeoidnet sind, in eine 
angehobene Stellung bewegt, in der die Spitzen 28 die Tragfolie 3 durchstoBen haben 
und sich oberhalb der Ebene des Wafers 1 befinden, und anschiieUend wieder fn ihra 
Ausgangssteliung zuruckbewegt. Der Steuenschieber 37 mit der Steuerkurve 38 ersetzf 
bei dieser AusfUhrungsformdieNockenscheiben 33 mit den Steuernocken 34. 
Ahsonsten entspricht die Arbeitswelse der Arbeitssfation 7b der Arbeitswelse der 
Arbeitsstation 7. ■ . • 

i: 

Die Figur 8 zeigt in vereinfachter perspeictivischer Darstellung eine Arbeitsstation 7c, 
die ahnlich der Aibeitsstation 7a ausgeblldet ist, bei derdargestellten Ausftlhrungsfomi 
aber zum Verarbeiten von elektrischen Bauelemeriten 40 dient, die aus einem in 
einem Kunststoffgehause eingeschtossenen Haibleiterchips bestehen und in gleicher 
Weise wie die Haibleiterchips 2 auf <jer Tragfolie 3 in dem Tragrahmen 4 angeordnet 
sind, und zwar in einer rechteckffirmigen Anordnung mit mehreren Reihen und 
Spalten, Mit der Arbeitsstation 7 bzw. mit dem dortlgen Pick-Up^Element 5c werden in 
Binem Arbeftshwb.jeweils zwei Reihen von Bauelementen 40 von der Tragfolie 3 
abgenommen und in Reihen R'1, R'2 auf einem Transportelement 6 abgelegt,' welches 
yon einem umlaufenden Transportband gebitdet ist. Der Pick-Up-ICopf 12c des Pick- 
Up-Elementes 5c besitzt hierfur an zwei Cehausen 13c' und 13c" Jeweils eine Reihe 
von Vakuumhaltern 14, die sich in jedem GehSuse in Richtung der Y-Achse 
aneinander anschJieSen. Die beiden Cehause 13' und 13" sind weiterhin in Richtung 
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der X-Achse relativ iueinander bewegllch, und zwar urn einen voisegebenen Hub, wie 
■dies mit dem Doppfelpfeil C angedeutet isL Hierdurch istes nicht nur mSglich, jewells 
zwei ReiFien von Bauelementen 40 in einem Arbertsgang von der Tragfolie 3 
abzunehmen und auf das Transportelement 6c aufeusetzen, sondern auch den 
. • Abstand, den die Reihen R'1 urid R'2 auf dem Transportelement 6c aOfwelsen grtiBer 
zu wahlen als den Abstand der Reihen der Bauelemente 40 auf der Tragfolie 3. 

Mit Hllfe einer Wendestation 41, die an einem urn die X-Achse getaktet umlaufend 
angetriebenen CehSuse 42 urn jev/eiis 90» versetzt Gnjppen von jewells zwei 
Valcuumhaltern aufweist, werden die Bauelemente 40' der faeiden Reihen R'1 und R'2 
nachemander. an Vakuumhalter 44 eines Transporteure 45 Obergeben. Die 
. Vakuumhalter 43 sind hierfOr radial zur Drehachse des Gehauses 41 (X-Achse) • 
gesteuert bewegbar, und zwar fClr das Abnehmen der Bauelemente 40 am 
Transportelement 6c sowie fur das Obergeben Jewells zweier Bauelemente an die 
Vakuumhalter 44 des Transportelementes 45. 

In der Figur 1 ist mit BL eine sich in Richtung der X-Achse und damit senkrecht zU den 
Reihen Rl - Rn erstreckende Bezugslinie angegeben. Von dieser Bezugsllnie welsen 
die Enden der Reihen einen untersc'hledlichen Abstand auf. 

Die Erfindung wurde voranstehend an Ausftihrungsbeispielen beschrieben. Es versteht 
sich, daSzahlreiche Anderungen sowie Abwandlungen msglich sind. So Istes 
belspielsweise mOglich, bel den Pick-Up-Elementen 5, 5a, 5b auf einen Vertikalhub Vz 
und/oder Vz fUr den jewejligen Pick-Up-Kopf 1 2, 12a, 12b zu verzichten und die 
entsprechende vertikale Bewegung fUr das HeranfiQhren der Vakuumhalter 14 an die 
Chips 2 auf der Tragfolie 3 bzw. fQr das Ablegen der Chips 2 auf dem 
Transportelement 6 allein durch das Verschieben der Vakuumhalter 14 innerhalb des 
jeweiligen Pick-Up-Kopfes 12, 1 2a bzw. 12b zu erreichen. 
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Weiterhin ist es selbstyerstandlich auch m6glich, die Arbeitsstationen 7, 7a lind 7b 
2um Verarbelten von Bauelementen 40 einzusetzen oder umgekehrt die Arbeitsstation 
7c zum Verarbeiten von Hilbleiterchips 2.' 
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Bezugszefchenfiste 

1 Wafer 

2 Halberieiterchip 

^' Gruppen von.Halbleiterchips 

3 Tragfolie 

Tragrahmen 

5, 5a, 5b, 5c Pick-Up-6lement 

Transportelement 
7, 7a, 7b, 7c Arbeftsstatlon 
8 Halter 

^ elektronische Steuereinrichturig. 

Markierung 
n ; n a, n b , StaBelelemente ' 

12^ 12a, 12b, 12c Pick-Up-ICopf 
13, 13aM3a- 13c^13c"Gehause " 
^4 Vakuumhalter 

1^ Vorsprung 
^ ^ Aniageflache 
1^ Vakuumkanal 

federnde Zunge 
20 FOhrung 

Transport- oder Bew^ungssystem 
22 VakuumanschluB 
23. 23b Gehause 

24 Rahmen 

25 Aniageflache 

26 . • . Gehauseteil 
27, 27a, 27b . StSfSel 

2B StfiUelsptae 
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25 Feder 

30 . . Platlne 

31 i Welle 



32 



41 



Motor 



33 Nockenscheibe 

3^ . Steuemocken 

35 ^ Ringnut 

36 ROckstellschieber 

37 Steuerschieber 
. 38 Steuerkurve 

35 Steuemut 

35' Steuemutabschm'tt 

Bauelement 



Wendestation 



Gehause 

^3 Vakuumhalter 

Vakuumhalter 



Transportelement 

2 Raumachse 

Transportrichtung 

^ Vorschub 

^'^i^ Bewegungshub 

^ Drehrlchtung 

^ Bewegungshub 

'^^''^y Horfzontalhub 

^^'V'z Vertlkalhub 

' Bewegungshub 

^ Drehrlchtung 

Rl. . Reihe 

R"l/*^'n . . Reihe 

^ Mitteiebene 
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Patentanspruche 

1. Verfohren zum Verarbeiten von elektrischen Bauteilen (2, 40), die in einer mehrere 
erste Reihen (Rl - Rn) bildenden Anordnung auf einem von einer Tragfolie 3 
gebifdeten ersten Trager Ifisbar gehalten sfnd, wobei zumindest ein Teil der ersten 
Reihen (R1 - Rn) wenigstens zwei Bauteile (2/40) aufweist und wobel die Bautelle 
(2, 40) jeweils mit wenigstens einem Pick-Up-Element (5, 5a^ 5b, 5c) von der 
Tragfolie (3) abgenommen und auf einen zweiten Trager (6, 6c) abgelegt werden, 
dadurch geicennzeichnet, daS mit dem Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) in jedem 
Arbeitshub jeweits eine Cruppe von wenigstens zwe\ Bauteilen (2^ 40) gleichzeitig 
von der Tragfolie (3) abgenommen und auf dem zweiten Tr^er (6, 6c) abgelegt 
werden. 

2/Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daS die Bautelle 

Halbleiterchips (2) slnd> und daB die Anordnung vpn Bauteilen agf der Tragfolie (33 
ein in die Halbleiterchips (2) zertrennter Halbieiterwafer (1) ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daS die Bautelle elektrlsche 
Bauteile, vorzugsweise mIt emem umspritzten CehSuse versehene 
Halbleiterbauelemente (40) sind. 

m ' ■ 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzerchnet, 
da6 die Bauteile (2, 40} derart auf dem zweiten TrSger'(6, 6c) abgelegt werden, daS 
sie auf diesem wenigstens eine Reihe bi'Iden; in der die Bauteile (2, 40) In einer 
ersten Achsrichtung (Y-Achse) aneinander anschlleSen. . 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprDche, dadurch gekennzeichnet 
daS die ersten Reihen (Rl - Rn) auf der Tragfolie (3) jeweils In einer gemeinsamen 
ersten Achsrichtung CV) oder In einer hierzu senkrecht verlaufenden zweiten 
Achsrichtung (X-Achse) orlentiert sind. 
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6. Verfebnen nach einem der vorhensehenden Anspradie, dadurch g^kennzetchnet, 
daB die ersten Reihen (R1 - Rn) auf derTragfolle (3) unterschiedliche Unge 
aufweisen. 

7. Vetfahren nach einem der vorhengehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
da& die ersten Reihen (R1 - Rn) zumindest teilwersa mit ihrem Anfang und/oder 
Ende von einer fur samtliche erste Reihen (R1 - Rn) gemelnsamen und senkrecht zu 
der LSngserstreckung dieser Reihen vedaufenden Bezugslinie (BL) unterschledlich 
beabstandet sind. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daft zur Bitdung der wenfgstens einen zweiten Reihe (R'1 - R'n) auf dem zweiten 
Trager (6, 6c) der Ptck-Up-Kopf (5, 5a, 5b^ 5c) zum Aufnehmen der jeweflfgen 
Bauteilgruppe von derTragfolie (3) und zum Abfegen dieser Bauteilgruppe auf dem 
zweiten Trager {6, 6c) gesteuert'durch eine elektronische Steuereinheit (9) einen 
untBrschiedllchen Bewegungshub (Hx, Hy) ausfuhrt, und zwar in Abhangigkeit von 
der Lage und/oder Anzahl der jeweils aufgenommenen Bauteile (2, 40) auf der . 
Tragfolie (3). 

9. Verfahren nach einem der voitiergehenden Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Bauteile (2, 40) jeweils reihenwefs? und den ersten Reihen (R1 - Rn) 
entsprechend von der Tragfolie (3) abgenommen werden. 

10. Verfehren nach einem der vorhergehenden AnsprDche, dadurch gekennzeichnet, 
daS bei jedem Arbeitshub des Pick-Up-Elementes (5, 5c) jeweiJs nur Bauteile (2, 40) 
einer ersten ReIhe (Rl - Rn) von der Tragfolie (3) abgenommen. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daS bei jedem Arbeitshub jeweiis Bauteile (2, 40) zweier erster Refhen (Rl - Rn) von 
der Tragfolie (3) abgenommen und auf dem zweiten TrSger (6, 6c) abgelegt werden. 
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• 1 2,Verfahren nach einem der vorhergehehden Anspitiche/gekennzeichnet, durch 
einen Vorschub (B) fDr die Tragfolle (3) in efner senkrecht zur L^ngserstreckung der 
ersten Reiheri (R1 - Rn) yerlaufenden Achsrichtung, beispjeiswelse in derzvveiten 
. Achsrlchtung (X-Achse). 

IS.Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
da& zur Bildung wenigstens zweier zweiter Reihen (R'1 - R'n) das Pick-Up-Element 
<5, 5a, 5b/ 5c) zumindest audi in einer Achsriclitung (X-Achse) querzu der 
LSngserstrackung der wenigstens zwer zwelten Reihen (R'l - R'n) bewegbar ist, 

14, Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Bautelle (2, 40), In der Anordnung (1) auf derTragfolie (3) elektrisch 
und/oder mechanisch gemessen oder gepriift werden, und dag s^mtllche Bauteile 
(2/ 40) von der Tragfolle (3) auf den zweiten TrSger (6^ 6c) abertragen und erst im 
AnschiuB daran bei der Messung bzw. Prtifung festgestellte fehlerhafte Bauteile 
ausgesondert werden . 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch die 
Verwendung eiries Pick-Up-Elementes (5, 5a, 5b, 5c), welches in wenigstens einer 
Reihe mindestens zwef Aufnahmen (2) fur jeweils ein Bauteil {2, 40) aufweist. 

16-Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch die 
Verwendung eines Pick-Up-Elementes (5, 5a, 5t), welches wenigstens zwei Reihen 
mit jeweils wenigstens zwei Aufnahmen (170 fOr jeweils ein Bauteil {2, 40) aufweist: 

1 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Aufnahmen jeweils von Aniageflachen (77) eInes Mehrfach-Vakuumhalters 
gebildet sind. 

IS.Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, gekennzeichnet durch ein 
Pick-Up-EIement (5, 5a, 5b, 5c) mit wenigstens einem als Mehrfach-Vakuumhalter 
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ausgebildeten Pick-Up-Kopf (12, 12a, 12c)- 

19.Verfehren nach Anspruch 1 8, gekennzeichnel durch die Verwendung eines Pick- 
Up-EIementes (5, 5a, 5b, 5c), be! dem der Pick-Up-Kopf (12) eine Vielzahi von 
lamellenartlg ausgebildeten und einander benachbarten Vakuumhaltem (14), die. 
vorzugsweise in elnem Gehause{13, 13a', 13a", 13c', 13c") in einer Achsrichtung, 
vorzugsweise In einer dritten Achsrichtung senkrecht zur Ebene der Tragfol ie (3) und 
Oder zur Ebene des zweiten TrSgers {6, 6c) verschiebbar gefQhrt sfnd. 

20»Verfahren nach eihem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet durch die 
Verwendung von Mittein (27, 27a, 27b) zum Ablosen der Bauteile (2, 40) von der in 
der Tragfolie (3) bei der Obergabe.an das Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c), 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, da6 dje Mlttel zum AblSsen 
von Nadeln oder St56eln (27, 27a, 27b) gebildet sind, mit denen die Bauteile 
vorzugsweise unter DurchstoRen der Tragfolie (3) von der den Bauteilen (2, 40) 
abgewandten Seite dieser Tragfolie (3) her abgelOst und wShrend des Abldsens an 
dem Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) gesichert werden. 

22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daS das Abldsen der Bauteile jeder Bauteilgruppe.(2') von der Tragfolie (3) zeitlich 
nacheihander erfolgt 

23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daR der zweiten Trager yon der TransportflSche eines Transportelementes (6, 6c) 
gebildet 1st 

24. Verfahren.nach elnem der vorhergehenden AnsprOche, gekennzeichnet durch die 
Verwendung eines StaSelefementes (11,1 la, lib), be! dem mehrere St5Bel oder 
Stifte (27, 27a, 27b) in einem GehSuse oderCehauseteil (23, 23b, 26) axial 
verschiebbar vofgesehen sind und durch eine Steuereinrichtung jeweils aus einer 
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nicht wirksamen Ausgangsstellung in eine die Bauteile von der Tragfolie (3) 
' abldsenden Stellung bewe^ar sind. 

25. yeifahren nach. Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, da& die Steuemilttel von 
Steuernocken (34) und/oder von einer Steuerkurve (38) gebildet sjnd. 

26. Verfahren hach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeich net, 
dal^ die Bauteile (2, 40) beisplelswefse Dber eine Wendestation (41) im zvveiten 
Trager (5, 6c) entnommen und einer weiteren Verwendung, beispielsweise einem 
weiteren Transportelement (45) bzw. dort vorgesehenen Aufnahmen (44) zugefiihrt 
werden. 

27. Vorrlchtung zum Verarbeiten von elektrischen Bauteilen (2, 40), die in einer 
mehrere erste Reihen (R1 - Rn) bildenden Anordnung auf einem von einer Tragfolie 
3 gebildeten ersten Trager losbar gehalten sind, wobei zumindest ein Teii der ersten 
Reihen (Rl - Rn) wenigstens zwel Bauteile (2, 40) aufweist und wobei die Bauteile 
(2, 40) jeweils mit wenigstens einem Pick-Up-Element (5^ 5a, 5b, 5c) von der 
Tragfolie (3) abgenommen und auf einen zwelten TrSger (6, 6c) abgelegt warden, 
gekennzeichnet durch eIn Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c), mit dem' in Jedem 
Arbeitshub Jeweils eine Gruppe von wenigstens zwei Bauteilen (2, 40) gleichzeitig 
von der Tragfolie (3) abgenommen und auf dem zweiten TrMger (6, 6cJ abgelegt 
werden. 

28.Vorrichtung nacli Anspruch 27> dadurch gekennzeichnet, daR die Bauteile 

Halblelterchips (2) sind, und dafi die Anordnung von Bauteilen auf der Tragfolie (3) 
efn in die Halblelterchips (2) zertrennter Halbleiterwafer (l) ist 

29-Vomchtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, datS die Bauteile 

elektrische Bauelemente, vorzugsweise mit einem umspritzten GehSuse versehene 
Halbleiterbauelemente (40) sind. 
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30. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Bauteife (2, 40) derart auf dem zweiten Trager (6, 6c) abgelegt werden, daB 
sie auf diesem wenigstens e'me Reihe.bilden, in der die Bauteile {2, 40) in einer 
ersten Achsrichtung (Y-Achse) aneinander anschliefien. 

31. Vorrlchtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daS die ersten Reihen (R1 - Rn) auf der Tragfofie (3) jeweils in einer gemeinsamen 
ersten Achsrichtung 00 oder in einer hierzu senkrecht veriaufenden zweiten 
Achsrichtung (X-Ach$e) orientiert sind. 

32. Vomchtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet/ . 
dag die ersten Reihen (R1 - Rn) auf der Tragfofie (3) unterschiediiche Lange 
aufweisen. 

33. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruch^, dadurch gekennzeiciinet, 
dal^ die ersten Reihen (Rl - Rn) zumiridest teilweise mit Ihrem Anfang und/oder 
Ende von einer fUr samtliche erste Reihen (R1 - Rn) gemeinsamfen und senkrecht zu 
der LSngserstreckung dieser Reihen veriaufenden Bezugslinie (BL) unterschiedfjch 
beab^tandet sind. 

34. Vorrlchtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
daB 2ur Bildung der wenigstens einen a:weiten Reihe (R'1 - R'n) auf dem zweiten 
Trager (6, 6c) der.Pick-Up-Kopf (5, 5a, 5b, 5c) zum Aufnehmen der jeweiligen 
Bauteilgruppe von derTragfolie (3) und zum Abtegen dieser Bauteilgruppe auf dem 
zweiten TrMger (6, 6q) durch eine elektronische Steuereinheit (9) derart gesteuert ist 
dalJ er efnen unterschiedllchen Bewegungshub (Hx, Hy) ausfCihrt, und zwar In 
Abhangigkeit von der Lage und/oder Anzahl der jeweils aufgenommenen Bauteile 
(2, 40) aiif derTragfolie (3). * 

35. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der PIck-Up-Kopf {5, 5a, 5b, 5c) durch die elektronische Steuereinheit (9) derart 
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gesteueit ist, daS die Bauteiie (2, 40) jeweils reihenweise und den ersten Reihen (R1 
• Rn) entsprechend von der Tragfoiie (3) abgenommen vyeiden. 

36. Vomchtung nach einem der vorhergehenden AnsprQdie, dadurch gekennzelchnet, 
daS der Pick-Up-Kopf (5, 5a, 5b^ 5c) dunch die elektronische Steuerelnheit {9} derart 
gesteueit 1st, daB bei jedem Arbeitshub des Pick-Up-Elementes (5, 5c) jeweils nur 
Bauteiie (2, 40) einereisten Reihe (Rl - Rn) von der Tragfoiie (3) abgenommen, 

37. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
da6 der Pick-Up-Kopf (5, Sa, 5b, 5c) durch die elektronfsche Steuereinheit (9) derart 
gesteuert 1st, daB bei jedem Arbeitshub jeweils Bauteiie (2, 40) zweier erster Reihen 
(Rl - Rn) von der Tragfoiie (3) abgenommen und auf dem zweiten Tr^ger (6,. 6c) 
abgelegt werden. 

38. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet, durch 
einen Antrieb fUr einen Vorschub (B) for die Tragfoiie (3) In ejner senkrecht zur 
Langserstreckung der ersten Reihen (Rl - Rn) veriaufenden Achsrichtung, 
beispielsweise in der zweiten Achsrichtung (X-Achse). 

39. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daR zur Bildung wenigstens zweier zweiter Reihen (R'.l - R'n) das PIck-Up-Element 
(5, 5b, 5h, 5c] zumindest auch in einer Adisrichtung (X-Achse) querzu der 
I-^ngserstreckung der wenigstens zwef zweiten Reihen (R'l - R'n) bewegbar ist. 

, 40,Vorrlchtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekennzeichnet durch ein 
Pick-Up-Elemente (5, 5a, 5b, 5c), welches In wenigstens einer Reihe mindestens 
zwel Aufnahmen (2) fur jeweils ein Bauteil (2, 40) aufwelst • 

41.V6rrichtung nach einem der vorheigehenden AnsprUche, gekennzeichnet durch ein 
Pick-Up-Element (5/ 5a, 5c), welches wenigstens zwei Reihen mit jeweils 
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wenigstens zwei Aufhahmen (17) fiir jeweiis ein Bauteil (2, 40) aufweisL 

42. Vorrichtung nach einem der voitiergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
da& die Aufnahmen jeweiis von Aniagefldchen (17) eines Mehrfach-Vakuumhalters 
gebildet sind. 

43. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche^ gekcnnzeichnet durch ein 
Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) mit wenigstens einem als Mehrfoch-Vakuumhalter 
ausgebildeten Pick-Up-Kopf (12, 12a, 12c). 

44. Vorrichtung nach Anspruch 43, gekennzeichnet durch ein Pick-Up-Element (5, 5a, 
5b, 5c); bei dem der PIck-Up-Kopf (1 2) eine Vielzahl von lamellenartlg. 
ausgeb'rideten und einander benachbarten Vakuumhaltem (14), die vorzugswelse In 
einem CehSuse (13, 13a', 13a", 13c', 13c") in einer Achsrichtung, vorzugsweise in 
einer dritten Achsrichtung senkrecht zur Ebene der Tragfoh'e (3) und oder zur Ebene 
de$ zvveiten Tragers (6, 6c) verschiebbar gefChrt sind. 

45. Vorrichttjng nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet durch 
Mittel (27, 27a, 27b) zum Abl5sen der Bauteile (2, 40) von der In der Tragfolie (3) 
ber der Obergabe an das Pick-Up-Elemiant (5, 5a, 5b, 5c}. 

46. Vorrichtung nach Anspmch 4:5, dadurch gekennzeichnet, daS die Mittel zum 
Abldsen Nadein oder StdSel.(27, 2/a, 27b) sind, rriit denen die Bauteile 
vorzugsweise unter DurchstoSen der Tragfolie (3) von der den 8auteilen (2, 40) 
abgewandten Seite dieser Tragfolie (3) her abgelfist und wShrend des Abtdsens an 
dem Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) gesichert werden, 

■ 47.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Ablosen der Bauteile Jeder Bauteilgruppe (2') von der Tragfolie (3) zeitllch 
nacheinander erfolgt. 
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48. Yorrichtung nach einem der vorheiigehenden Ansprtlche, dadurch gekennzeichnet, 
daS der zvveiten TrSger von der TransportflSche eines Transportelementes (6, 6c) 

- gebildetist 

49. Vorrlchtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet durch ein 
St5Belelenfient (1 1, 1 la, lib), bei dem oiehrere StoISel oder Stifte (27, 27a, 27b) in 
einem Cehause oder GehSusetell [23, 23b, 26) axial verschiebbar vorgesehen stnd 
und durch eine Steueremrichtung jeweils aus erner nicht wirksamen 
Ausgangsstellung fn eine die Bauteile von der Tragfolle (3) abldsenden Stellung 
be>yegbar5ind. 

50. Vomchtung nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuermittel von 
Steuemocken (34) und/oder von einer Steuerkarve (38) gebildet sfnd* 

51. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzefchnet, 
daS die Bauteile (2, 40) beispielsweise Ober eine Wendestation (41) im zvveften 
TrSger (6, 6c) entnommen und elner weiteren Verwendung, belspiefsweise einem 
weiteren Transpcrtelement (45) bzw. dort vorgesehenen Aufnahmen (44) zugefiihrt 
werden. 
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